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Nove zariadenie
na rovnomerné opracovanie povrchu
sypkych materialov v plazme

Technoldgie vyuZivajuce plazmu (ionizovany plyn vznikajici ionizaciou molekul viacatdmovych plynov) sa v sicasnosti
Coraz CastejSie vyuZivaju v najrozmanitejsich odvetviach priemyslu (elektronicky, potravinarsky, medicinsky, textilny,
polymérny priemysel a dalSie odvetvia).

aplikdcidm plazmy patria napr. mo-

difikacia (Uprava) povrchov, Ciste-

nie, adhézia, sterilizacia, lie¢ba ran a

mnohé dalsie vyuzitia. Konkrétnym
prikladom pouzitia plazmy je napr. povrcho-
vé modifikécia polymérnych materidlov p6-
sobenim nizkoteplotnej plazmy elektrického
vyboja, ktora je nutna pre ucely réznych apli-
kacii polymérov, ako je laminovanie, potla¢
a spajanie lepenim. Pésobenim plazmy v
prostredi vzdusného kyslika sa povrch poly-
mérnych materidlov hydrofilizuje a zvysuje
sa adhézia polarnejsich tlacovych farieb po-
lymérov v tavenine alebo adheziv ku modifi-
kovanému polymérnemu povrchu.
Doposial’ sa modifikécia povrchu tuhych 13-
tok v radiofrekvencnej plazme riesila pohy-
bom horizontalneho valca s prepadovymi
otvormi. Castice tuhej latky sa do stipca ra-
diofrekvencnej plazmy dostavaju axidlnym
pohybom valca. V dosledku rozdelovania
upravovanych castic podla hmotnosti sa
vsak otvory vo valci rychlo upchavaja jemny-
mi Casticami tuhej latky a je nutné ich istit.
Naviac je takéto opracovanie povrchu castic
nerovhomerné.

Nové riesenie z SAV

Timu poévodcov z Ustavu informatiky SAV
(Ing. Pavol Hrkut, CSc. a Ing. Igor Caplovi¢),
Elektrotechnického Gstavu SAV (Mgr. Stefan
Gazi) a z Ustavu polymérov SAV (Ing. Igor
Novék, PhD.) sa podarilo v podstatnej mie-
re vys$sie uvedené nedostatky odstranit po-
mocou nového zariadenia na rovhomerné
opracovanie povrchu sypkych materidlov v
plazme.

Dané zariadenie pozostava z nadoby opatre-
nej sklenenou stenou komory a zavitnicové-
ho dopravnika, umiestneného v dutom valci
v strede nadoby, ktory je fixovany pomocou
drziakov o stenu komory. Zavitnicovy do-
pravnik je ukonceny kénickym vrchlikom
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na zabezpecenie rovhomernej

distribucie prasku, ktorého za-

sobnik je umiestneny v spod-

nej casti komory. Opracovanie

Castic organickych alebo anor-
ganickych sypkych materidlov,
resp. praskov sa uskutoc¢nuje v
nizkotlakovej plazme v prostre-
di vzduchu, alebo iného plynu,
resp. zmesi plynov. Spésob dav-
kovania praskovych materidlov
na tomto zariadeni zarucuje ne-
pretrzity transport materidlu po-
¢as horenia plazmy, ako aj regu-
lovanu a rovnomernu distribuciu
praskovych castic v objeme plaz-
my.

Vyhody rieSenia

Predstavené rieSenie sa vyznacu-

je predovsetkym nasledujucimi

konkuren¢nymi vyhodami:

e rovnomerné opracovanie po-
vrchu praskovych materialov,

e moznost viacnasobného opra-
covania povrchu praskovych
materidlov,

e moznost dosiahnutia lepsej
kvality a stability (nano) kom-
pozitov, naterovych latok a
adheziv modifikova-
nych podla daného
riedenia.

Patentova prihlaska
VyuZzitie tohto inovativ-
neho riesenia je predo-
vsetkym v oblasti ché-
mie a polymérov, ako
aj v oblastiach, kde je potrebné plazmatické
opracovanie povrchu nekovovych prasko-
vych materidlov.

Na predstavené zariadenie na rovnhomerné
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Obrazok plazmového generatora.
(Zdroj: http://www.polymer.sav.sk/Infrastructure)

opracovanie povrchu sypkych materidlov v

plazme je podana narodna (SK) patentova

prihlaska cislo PP 50071-2018.
www.ktt.sav.sk ®
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